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layer must also be provided with a lacquer coating when using 
lithographic processes for defining the printed circuit structure. 

5 Known from DE 195 41 039 Al is a chip module with a chip carrier, in 
which the connection leads formed on an insulation layer extend in a 
stripe-like design and mutually parallel over the insulation layer of the 
substrate, and are each allocated to an elevated contact metallization of a 
chip. To manufacture the known chip module, the individual substrates of 
10 the chip carriers are arranged on a continuous substrate carrier, which is 
connected with the individual substrates via the connection leads 
extending continuously over the substrate carrier. In the known method, 
the film-like substrate carrier is used only to connect the connection 
leads with the substrate. 

15 

Known from DE 196 01 203 Al are a data carrier card and a method of its 
manufacture, in which the data carrier card consists of a flat, injection- 
molded plastic card body with at least one recess, on which three- 
dimensionally guided printed conductors are applied. A chip can be 
20 electrically connected with the printed conductors in the recess, and then 
have a protective layer cast around it to form the data carrier card. 

EP 0 421 343 A2 describes a chip carrier for the connection and 
electromagnetic shielding of a single chip. The chip carrier has a 
25 complex, curved structure with discontinuous connection leads formed on 
the surface of the chip carrier. 


EP 0 682 321 A2 shows a chip carrier to be arranged in a card body. The 
chip carrier exhibits a carrier substrate with connection leads 
30 discontinuously formed on the surface. 
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EP 0 391 790 Al describes a chip module or a method of manufacturing 
an encapsulated chip module with a chip, in which a structured metal film 
is applied to a carrier film to form connection leads. 

5 FR 2 756 955 Al describes a method of contacting a chip with a coil on a 
card-shaped carrier material, which is provided with a printed board 
arrangement in the form of a coil. 

Proceeding from known prior art, the object of the invention is to provide 
10 a chip carrier for a chip module or a method of manufacturing a chip 

module, which exhibits a particularly simple design relative to the known 
chip modules, and hence opens the door to particularly cost-effective 
manufacture. 

15 This object is achieved using a chip carrier with the features set forth in 
claim 1 . 

Designing the connection leads as connection strands that are completely 
independent of the carrier film makes it possible not to have to 
20 manufacture the connection leads based on an expensive etching 

technique. Therefore, the chip carrier according to the invention consists 
of a 
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If the connection strands contacted with the contact metallizations of the 
chip are additionally connected with the terminals of a coil unit, a 
transponder module with an especially simple structure is obtained. 

5 The method according to the invention of manufacturing a chip module 
involves the following steps: 

applying at least two electrically conductive connection strands to 
one side of the carrier film, so that the connection strands lie 
parallel to each other in a single plane, and extend in a planar 

10 direction over the carrier film, and 

contacting contact metallizations of the chip with the connection 
strands, so that a contact metallization of the chip is contacted with 
a respective connection strand. 

15 As already emphasized at the outset while describing the structure of the 
chip module according to the invention, the manufacturing process is 
characterized by the lowest possible number of steps, due to the fact that 
the substrate provided with connection leads is realized via a simple 
combination of connection strands with a carrier film, and the type of 

20 contacting according to the invention enables a simple flip-chip 
contacting. 

If the connection strands are contacted with the coil unit before being 
contacted with the chip, a first portion of the manufacturing process, 
25 which can also be executed independently of the subsequent contacting 
with the chip, yields an intermediate product in the form of a chip 
carrier, which can be directly used for manufacturing transponder units. 

One particularly economic variant of the method according to the 
30 invention can be implemented if the connection strands are continuously 
applied to the carrier film, so that the connection strands and the carrier 
film are provided as continuous strands, and moved continuously toward 
each other in a contact area with the generation of an adhesion. 


• 
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CLAIMS 


5 

10 

2. 

15 

20 

3. 

25 


Chip carrier for forming a chip module with a substrate and 
connection leads arranged on the substrate, wherein the connection 
leads are designed like stripes and extend parallel over the 
substrate, 

characterized in that 

the connection leads consist of electrically conductive connection 
strands (12, 13) arranged on the substrate in a single plane and 
which extend in a planar direction over the entire substrate surface 
and flush with the substrate surface in their longitudinal expansion, 
and that the substrate is formed by a carrier film (1 1). 

Chip carrier according to claim 1, 
characterized in that 

the carrier film (11) is provided with at least one additional 
conductive counter-strand (27) on its side opposite the connection 
strands (12, 13) to generate a capacity, wherein the insulating 
carrier film is arranged as an intermediate layer between the 
connection strands on the one hand and the counter-strand on the 
other. 

Chip carrier according to claim 1 or 2, 
characterized by the fact 

that the connection strands (12, 13) are at least sectionally 
provided with a connecting material coating for contacting with the 
contact metallizations (15, 16) of a chip (14). 
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Chip carrier according to one of the preceding claims, 
characterized in that 

the connection strands (12, 13) are at least sectionally provided 
with a contact metallization for contacting with the contact 
metallizations (15, 16) of a chip (14). 

Chip carrier according to one of the preceding claims, 
characterized in that 

the connection strands (12, 13) are connected with the terminals of 
a coil unit. 

Chip module with a chip carrier according to one of claims 1 to 5 
and a chip having connecting surfaces with elevated contact 
metallizations, 
characterized in that 

the contact metallizations (15, 16) of the chip (14) are contacted 
with the top side (21) of the connection strands (12, 13) facing 
away from the carrier film. 

Chip module according to claim 6, 
characterized in that 

the connection strands. (12, 13) contacted with the contact 
metallizations (15, 16) of the chip (14) are connected with the 
terminals of the coil unit. 

Method of manufacturing a chip module according to claim 6 or 7, 
characterized by the following steps: 


Replacement page 13 

applying at least two electrically conductive connection 
strands (12, 13) to one side of the carrier film (1 1), so that 
the connection strands lie parallel to each other in a single 
plane, and extend in a planar direction over the carrier film, 
and 

contacting contact metallizations (15, 16) of the chip (14) 
with the connection strands, so that a contact metallization of. 
the chip is contacted with a respective connection strand. 

Method of manufacturing a chip module according to claim 8, 
characterized in that 

the connection strands are contacted with a coil unit before 
contacting the connection strands (12, 13) with the chip (14). 

Method of manufacturing a chip module according to claim 8 or 9, 
characterized in that 

the connection strands (12, 13) are continuously applied to the 
carrier film (1 1), in such a way that the connection strands and 
carrier film are provided as continuous strands, and moved against 
each other continuously in a contact area (38) while forming an 
adhesion. 

Method according to claim 10, 
characterized in that 

the carrier film is provided with window openings at defined 
distances before forming the contact area (38) with the connection 
strands (12, 13), so that the window openings in the subsequently 
formed contact area are covered by the connection strands (12, 13) 
while forming pocket-like contact receptacles (23, 24). 
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Method according to one of claims 8 to 11, 
characterized in that 

the carrier film (1 1) is coated with at least one additional 
electrically conductive counter-strand (27) on the side opposite the 
side intended for applying the connection strands (12, 13). 

Method according to one of claims 8 to 12, 
characterized in that 

the connection strands (12, 13) and/or the at least one counter- 
strand (27) are applied to the carrier film (11) in a laminating 
process. 

Method according to claim 13, 
characterized in that 

the adhesion between the connection strands (12, 13) and/or at least 
one counter-strand (27) and carrier film (11) is generated via a hot- 
melt application. 


VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSA;£MENARBEIT 
DEM GEBIET DES PATENTWHf^S 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regein 43 und 44 PCT) 


Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
FIN-059-W0 

VlfEfTERES siehe Mitteilung uber die Ubermittiung des internationalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, sowert 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 

Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 00/01396 

Internationales Anmeldedatum 
CTag^onat/Jahr) 

04/05/2000 

(Fruhestes) Prtoritdtsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

05/05/1999 

Anmelder 

i 

FINN, David et al . 


Dieser intemationale Recherchenberlcht wurde von der Internationalen Recherchenbehdrde erstellt und wird dem Anmekier gem&B 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Intemationaien Buro ubermittelt. 

Dieser intemationale Recherchenbericht umfaBt insgesamt _3 BIfitter. 

[X] Daruber hinaus liegt Ihm jeweits eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 


1 . Grundlage des Berlchts 

a. Hinsichtiich der Sprache ist die Internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmetdung In der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingerelcht wurde, sofem unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

I I Die intemationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behdrde eingereichten Obersetzung der internationalen 
Anmetdung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtiich der in der intemationaien Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosiuresequenz Ist die intematk>nale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 

I I In der Internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthatten Ist. 
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Die ErklSrung, da(B das nachtrgglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht Qt>er den Offenk>arungsgehalt der 
Internationalen Anmeklung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 
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I I Anmelder kann der Behdrde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses intemationaien 

Recherchenberichts eine Steltungnahme vorlegen. 

6. Folgende Abbildung der Zelchnungen ist mrt der Zusammenfassung zu verdffentiichen: Abb. Nr. g 


|X| wie vom Anmelder vorgeschlagen keinederAbb. 
I I well der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat 
I I well diese Abbildung die Erflndung besser kennzeichnet 
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echelnen zu lessen, oder durch die das Verdffentltehungsdatum einer 
anderen Im Recherchenbericht genannten Verdffentlichung belegt werden my, 
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INTERNATIONAL P] 


INARY EXAMINATION REPORT 


mational application No. 

PCT/DEOO/01396 


I. Basis of the report 


1 . With regard to the elements of the international application:* 
I I the international application as originally filed 
the description: 

pages ^ 1,3,4,6-10 

pages 

pages 


, as originally filed 

, filed with the demand 


2,2a,5 


, filed with the letter of 


24 April 2001 (24.04.2001) 


the claims: 

pages 

pages 

pages 

pages 


y as originally filed 

, as amended (together with any statement under Article 19 
, filed with the demand 


1-14 


filed with the letter of 


24 April 2001 (24.04.2001) 


the drawings: 

pages 

pages 

pages 


1/2,2/2 


, as originally filed 

, filed with the demand 


. , filed with the letter of 


I I the sequence listing part of the description: 

pages 

pages 

pages 


, as originally filed 

. , filed with the demand 


filed with the letter of 


2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is* 

□ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23. 1(b)) 

□ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55 2 and/ 
or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 


□ 
□ 

□ 
□ 
□ 

□ 
□ 


contained in the international application in written form. 

filed together with the international application in computer readable form. 

furnished subsequently to this Authority in written form. 

furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 

The amendments have resulted in the cancellation of: 

the description, pages 

the claims, Nos. 

the drawings, sheets/fig 


5 I 1 report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
— beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

* Replacement sheets which have been jurnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70 16 

and 70. 1 7). 

* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 


Statement 
Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (lA) 


Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 


2, 5, 7, 9, 12-14 YES 
1. 3, 4, 6, 8, 10, 11 NO 

YES 
NO 


1-14 


1-14 


YES 
NO 


2. Citations and explanations 

1. Reference is made to the following documents: 

Dl: DE-A-196 01 203 (SIEMENS AG) 20 March 1997 
(1997-03-20) 

D2: DE-A-195 41 039 (FINN DAVID; RIETZLER MANFRED 
(DE)) 7 May 1997 (1997-05-07), cited in the 
application 

D3: EP-A-0 421 343 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 

10 April 1991 (1991-04-10) 
D4: EP-A-0 682 321 (GIESECKE & DEVRIENT GMBH) 

15 November 1995 (1995-11-15) 
D5: EP-A-0 391 790 
D6: FR-A-2 756 955. 

Documents D5 and D6 were not listed in the 
international search report. 

2. A chip carrier having the following features is 

known from D2 (see column 5, lines 22-29; Figure 5) 
(the terms used here are taken from the present 
application) : 


chip carrier for forming a chip module having a 
substrate (13) and supply leads (14, 15) arranged on 
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I Intel 
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jntemational application No. 
IT/DE 00/01396 


the substrate, said supply leads being shaped in the 
form of strips and extending in parallel along the 
substrate, the supply leads comprising 
electroconductive connecting strips disposed in one 
layer on the substrate, said connecting strips being 
flattened and extending along the entire substrate 
surface and being flush with the substrate surface 
in their longitudinal extension, the substrate being 
formed by a carrier film. 


The subject matter of Claim 1 therefore lacks 
novelty (PCT Article 33(2)). 

Consequently, the subject matter of Claim 1 lacks 
the novelty required under PCT Article 33(2) in 
relation to the prior art in D2 . 

3. The additional features of Claims 3, 4 and 6 are 
also known from D2 (PCT Article 33(2)). 

4. In the chip carrier known from D3, the side of the 
carrier foil (10) lying opposite the connecting 
strips (20) is provided with a conductive layer (11) 
(see Figures 1(a) and 1(b); page 6, column 9, 

line 13 to column 10, line 22), a capacitor thereby 
being formed. It is therefore obvious for a person 
skilled in the art concerned with the problem of 
providing a chip carrier with a capacitor to combine 
the features of D2 and D3 . Consequently, the 
subject matter of Claims 2-4 and 6 lacks the 
inventive step required under PCT Article 33(3) in 
relation to the prior art in D2 and D3 . 

5. In the chip card known from Dl, the supply lines are 
not disposed over their entire length in a single 
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It is known from D6 to connect the connecting strips 
of a carrier film to the connection ends of a coil 
unit (see abstract; page 6, line 15 to page 7, 
line 31) . Consequently, the subject matter of 
Claims 5-7 lacks the inventive step required under 
PCT Article 33(3) in relation to the prior art in D2 
and D6. 


D4 describes a chip carrier with supply leads that 
are connected to the connection ends of a coil unit 
(see column 4) . 

The combination of features of Claims 1, 2 and 5 is 
neither disclosed by the available prior art, nor 
obvious to a person skilled in the art concerned 
with the problem of providing a chip carrier with a 
capacitor and a coil unit. 

The method as per Claim 8 is known from Dl (see the 
aforementioned passages) insofar as the connecting 
strips are at least partially disposed in one layer 
(PCT Article 33 (2) ) . 


Document D5 discloses a method that has all the 
features of Claims 8, 10 and 11 (see abstract) (PCT 
Article 33 (2) ) . 

The subject matter of Claim 9 does not appear to 
involve an inventive step in relation to the prior 
art in Dl, D2, D4, D5 and D6, especially as a person 
skilled in the art would easily recognise the 
advantage of the method. 
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11. The subject matter of Claims 12-14 does not appear 
to involve an inventive step in relation to the 
prior art in Dl, D2 and D3, especially as it relates 
to method steps that are common in the art. 
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I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtllch der Bestandteile der internationalen Anmeldung {Ersatzblatten die dem Anmefdeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereiclit" and sind iiim nictit beigefugt, weii sie keine Anderungen enttialten (Regein 70. 16 and 70, 1 7)): 
Beschreibung, Seiten: 

1 ,3,4,6-1 0 ursprungliche Fassung 

2.2a,5 mit Telefax vom 24/04/2001 


Patentanspruche, Nr.: 

1-14 mit Telefax vom 24/04/2001 


Zeichnungen, Blatter: 

1/2,2/2 ursprungliche Fassung 


2. Hinsichtllch der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die intemationale Anmeldung eingereicht worden ist. zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung. die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtllch der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der Internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich In schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schrlftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, dafB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schrifllichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 
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4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingerelchten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 liinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 


6. Etwalge zusatzliche Bemerkungen: 


V. Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatlgkelt und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 2, 5, 7, 9, 12 - 14 

Nein: Anspruche 1. 3, 4, 6, 8, 10, 1 1 

Erflnderlsche Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-14 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1-14 

Nein: Anspruche 


2. Unterlagen und Erklarungen 
slehe Beiblatt 
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Sektion V 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : DE 196 01 203 A (SIEMENS AG) 20. Marz 1 997 (1 997-03-20) 

D2: DE 195 41 039 A (FINN DAVID ;RIETZLER MANFRED (DE)) 7. Mai 1997 

(1997-05-07) In der Anmeldung erwahnt 
D3: EP-A-0 421 343 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 10. April 1991 

(1991-04-10) 

D4: EP-A-0 682 321 (GIESECKE & DEVRIENT GMBH) 15. November 1995 

(1995-11-15) 
D5: EP-A-0 391 790 
D6: FR-A-2 756 955 

Die Dokumente D5 und D6 wurden im internationalen Recherchenbericht nicht 
angegeben. 

Ein Chiptrager mit den folgenden Merkmalen ist aus D2 (siehe Spalte 5, Zelien 
22-29; FIgur 5) bekannt (die Begriffe der vorliegenden Anmeldung werden hier 
verwendet): 

Chiptrager zur Ausbildung eines Chipmoduls mit einem Substrat (13) und auf dem 
Substrat angeordneten Anschlussleitem (14,15), wobei die Anschlussleiter 
streifenformig ausgebildet sind, sich parallel uber das Substrat erstrecken, wobei 
die Anschlussleiter aus auf dem Substrat in einer Ebene angeordneten, elektrisch 
leitfahigen Anschlussbandem bestehen, die sich in einer Ebenenrichtung uber die 
gesamte Substratoberflache und in ihrer Langsausdehnung bundig mit der 
Substratoberflache erstrecken, und das Substrat durch eine Tragerfolie gebildet 
ist. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher nicht neu (Artikel 33(2) PCT). 

Dem Gegenstand des Anspruchs 1 fehit daher im Hinblick auf den mit D2 
gegebenen Stand der Technik die von dem Artikel 33(2) PCT geforderte Neuheit. 

Die zusatzlichen Merkmale der Anspriiche 3, 4 und 6 sind auch aus D2 bekannt 
(Artikel 33(2) PCT). 
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6. 

7. 

8. 

9. 
10. 


Bei dem aus D3 bekannten Chiptrager ist die Tragerfolie (10) auf ihrer den 
AnschluBbandem (20) gegenuberliegenden Seite mit einer leitfahigen Schicht (11) 
versehen (siehe Figuren 1(a), 1(b); Seite 6, Spalte 9, Zeile 13 - Spalte 10, Zeile 
22). Somit wird eine Kapazitat ausbildet. Fur den Fachmann, der sich mit der 
Aufgabe befaBt, einen Chiptrager mit einer Kapazitat zu versehen, ist es daher 
naheliegend, die Merkmale von D2 und D3 zu kombinieren. Dem Gegenstand der 
Anspruche 2 - 4 und 6 fehit daher im Hinblick auf den mit D2 und D3 gegebenen 
Stand der Technik die von Artikel 33(3) PCT geforderte erfinderische Tatigkeit. 

Bei dem aus D1 bekannten Chipkarte sind die Anschlussleiter nicht iiber ihren 
gesamte lange in einer einzigen Ebene angeordnet. 

Es ist aus D6 bekannt, die AnschluBbander einer Tragerfolie mit AnschluBenden 
einer Spuleneinheit zu verbinden (siehe Zusammenfassung; Seite 6, Zeile 15 - 
Seite 7, Zeile 31). Dem Gegenstand der Anspruche 5-7 fehIt daher im Hinblick auf 
den mit D2 und D6 gegebenen Stand der Technik die von Artikel 33(3) PCT 
geforderte erfinderische Tatigkeit. 

D4 beschreibt einen Chiptrager mit AnschluBleitern, die mit den AnschluBenden 
einer Spuleneinheit verbunden sind (siehe Spalte 4). 

Die Merkmalskombination der Anspruche 1 , 2 und 5 ist weder aus dem 
vorliegenden Stand der Technik bekannt, noch ist sie fiir den Fachmann, der sich 
mit der Aufgabe befaBt, einen Chiptrager mit einer Kapazitat und einer 
Spuleneinheit zu versehen, naheliegend. 

Das Verfahren gemaB dem Anspruch 8 ist aus D1 bekannt (siehe obenerwahnte 
Literaturstelle), insoweit, daB die Anschlussbander zu mindestens teilweise in 
einer Ebene angeordnet sind (Artikel 33(2) PCT). 

Das Dokument D5 offenbart ein Verfahren, das alle Merkmale der Anspruche 8. 
10 und 11 beschreibt (siehe Zusammenfassung) (Artikel 33(2) PCT). 

Dem Gegenstand des Anspruchs 9 scheint im Hinblick auf den mit D1 , D2, D4, D5 
und D6 gegebenen Stand der Technik keine erfinderische Tatigkeit zugrunde zu 
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liegen, zumal der Fachmann den Vorteil vom Verfahren ohne weiteres im Voraus 
erkennt. 

1 1 . Dem Gegenstand der AnsprCiche 12-14 scheint im Hinblick auf den mit D1 , D2, 
und D3 gegebenen Stand der Technik keine erfinderische Tatigkeit zugrunde zu 
liegen, zumal es sich um fachubliche Verfahrensschritte handelt. 
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schicht bei Anwendung von lithographischen Verfahren zut Definition 
der Leiterbahnstruktur auch mit einer Lackbeschiohtung versehen sein 
muB. 

Aus der DE 195 41 039 Al ist ein Chipmodul mit einem ChiptrSger 
bekannt, bei dem die auf einer Isolationsschicht ausgebildeten AnscMufl- 
leiter sich streifenfOnnig und parallel zueinander angeordnet tlber die 
Isolationsschicht des Substrats erstrecken und jeweils einer erhOhten 
Kontaktmetallisiening eines Chips zugeordnet sind. Zut Herstellung des 
bekannten Chipmoduls sind die einzelnen Substrate der ChiptrSger auf 
einem endlosen Substrattriger augeordnet, der fiber die sich kontinuier- 
lich fiber den Substrattrfiger erstreckenden AnschluBleiter mit den einzel- 
nen Substraten verbunden ist. Bei dem bekannten Verfahren dient der 
filmartig ausgebildete Substrattrager lediglich zur Verbindung der 
AnschluJSleiter mit dem Substrat. 

15 Aus der DE 196 01 203 Al sind eine DatentrSgerkarte und ein Verfahren 
zu deren Herstellung bekannt, bei dem die DatentrSgerkarte aus einem 
flachigen, spritzgegossenen Kunststoffkartcnkorper mit mindestens einer 
Vertiefung besteht, auf dem dreidimensional gefflhrte Leiterbahnen 
aufgebracht sind. In der Vertiefung kann ein Chip mit den Leiterbahnen 

20 elektrisch verbunden werden und anschlieBend zur Ausbildung der Da- 
tentragerkarte mit einer Schutzschicht umgossen werden. 

In der EP 0 421 343 A2 ist ein ChiptrSger far den Anschlufi sowie die 
elektromagnetische Abachirmung eines einzelnen Chips beschrieben. Der 
Chiptrfiger weist eine fcomplex ausgebildte gewolbte Struktnr mit auf der 
25 Oberfiache de& Chiptrigers diskontinuie^lich^ausgchEldeten;Aa^schL»B^eti->.. 
tern anf. 

Die EP 0 682 321 A2 zeigt einen Chiptrager zur Anordnung in einem 
Kartenkerper. Der ChiptrSger weist ein TrSgersubstrat mit auf der Ober- 
fiache diskontinuierlich ausgebildeten AnschluBleitem auf. 
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In der EP 0 391 790 Al ist ein Chipmodul bzw. ein Verfahren zur Her- 
stellung eines gekapselten Chipmoduls mit einem Chip beschrieben. bei 
dem ein strufcturierter Metallfilm zur Ausbildung von Anschluflleiteni auf 
einen Trigerfilm aufgebracht wird. 

5 In der FR 2 756 955 Al ist ein Verfahren zum Kontaktieren eines Chips 
mit einer auf einem kaxtenffirmigen Tragermatcrial bcschrieben. das mit 
einer Leiterbahnanordnung in Form einer Spule versehen ist. 

Ausgehend von dem bekannten Stand der Technik liegt der Erfindung die 
Aufgabe zugrunde. einen ChiptrSger fiir ein Chipmodul bzw. ein Verfah- 
10 ren zur Herstellung eines Chipmoduls bereitzustelleu. das einen gegcn- 
fiber den bekannten Chipmodulen besonders einfachen Aufbau aufweist 
und damit die Mfiglichkeit einer besonders kostengttnstigen Herstellung 
erdffoet. 

Diese Aufgabe wird durch einen ChiptrSger mit den Merkmalen des 

15 Anspruchs 1 geldst. 

Aufgrund der Ausbildung der AnschluBIeiter als AnschluBbander. die in 
ihrer Ausbildung unabhSngig von der Trfigerfolie sind, kann auf eine 
Herstellung der AnschluBIeiter in aufwendiger Atztechnifc verzichtet 
werden. Der erfindungsgemafle ChiptrSger besteht demnach aus einer 
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Wenn iudem die mit den Kontaktmetalisierungen des Chips kontaktierten 
AnschluBbander mit AnschluBendeu einer Spuleneinheit veibunden sind, 
ist ein Transposdeimodul mit besonders einfachem Aufbau geschaffen. 

Das erfindungsgemSUe Verfahren zur Herstellung eines CliipmodulB weist 
die Verfahrensschritte auf: 

- Aufbringung von zumindest zwei elektrisch leitfahigen Anschlu^bSn- 
dcrn auf cine Seitc cincr im Tragerfolie, derart, daB dass die Anschluss- 
bander zueinander parallel in einer Ebene angeordnet sind und sich in 
einer Bbenenrichtung Cber die TrSgerfolie erstrecken, und 

- Kontaktierung von Kontaktmetallisiemngen des Chips mit den 
AnschluBbandem, derart, daB jeweils eine Kontaktmetallisierung des 
Chips xait einem AnschluBband kontaktiert ist. 

Wie eingangs unter Erlauterung der erfindungsgemlflen Struktur des 
Chipmoduls schon hcrausgestellt, ist das Herstellungsverfahren durch 
eine geringstmegliche Anzahl von Verfahrensschritten gekennzeichnet, 
dadurch bedingt, daB das mit AnschluBleiteru versehene Substrat durch 
einfache Kombination von Anschluflbandern mit einer Tragerfolie reali- 
siert wird und die Art der erfinduugsgcmaBen Kontaktierung eine einfa- 
che Flip-Chip-Kontaktierung ermSglicht. 

Wenn vor der Kontaktierung der AnschluBbander mit dem Chip die 
Kontaktierung der AnschluBbander mit der Spuleneinheit erfolgt, ist 
durch einen ersten Teil des Herstellungsverfahrens. der auch unabhangig 
von der nachfolgenden Kontaktierung mit dem Chip ausgefahrt werden 
kann, als Zwischenprodukt ein Chiptrager realisiert, der unmittelbar zur 
Herstellung von Transpondereinheiten verwendet werden kann. 

Eine besonders wirtschaflliche Variante des>'erfIndungsgemaiB:ent"V?erfakV-: 
rens wird realisierbar, wenn die Aufbringung der AnschluBbander auf die 
Tragerfolie kontinuierlich erfolgt, derart, daB die AnschluBbander und die 
Tragerfolie als Endlosbander bereitgestellt werden und in einem Kontakt- 
bereich unter Ausbildung einer Haftung kontinuierlich gcgcneinander 
bcwegt werden. 
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Patentansprfiche 


1. Chiptrager zur Ausbildung eines Chipmoduls mit einem Substrat und 
auf dem Substrat angeordneten Anschlussleitern, wobei die An- 
schlussleiter streifenfOrmig ausgebildet sind. sich parallel ttber das 
Substrat erstrecken, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass die Anschlussleiter aus auf dem Substrat in einer Ebene ange- 
ordneten, elektrisch leitfihigen Anschlussbandern (12, 13) bestehen. 
die sich in einer Ebenenrichtung fiber die gesamte Substratoberflach'e 
und in ihrer LSngsausdehnung biindig mit der SubstratoberflSche 
erstrecken, und das Substrat durch eine Tragerfolie (11) gebildet ist. 

2. Chiptrager nach Anspruch 1 , 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass die Tragerfolie (11) zur Ausbildung einer Kapazitat auf ihrer den 
Anschlussbandern (12. 13) gegenUberliegenden Seite mit zumindest 
einem weiteren leitfahigen Gegenband (27) versehen ist, derart, dass 
die isolierende Tragerfolie als Zwischenlage zwischen den An-' 
schlussbandern einerseits und dem Gegenband andererseits angeord- 
net ist. 

3. Chiptrager nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass die Anschlussbander (12, 13) zumindest abschnittsweise mit ei- 
nem Verbindungsmaterialauftrag zur Kontaktierung mit den Kontakt- 
metallisierungen (15. 16) eines Chips (14) versehen sind. 


25 4. 


Chiptrager nach einem der vorangehenden Anspriiche. 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t . 

dass die Anschlussbander (12, 13) zumindest abschnittsweise mit ei- 
ner Kontaktmetallisierung zur Kontaktierung mit den Kontaktmetalli- 
sierungen (15. 16) eines Chips (14) versehen sind. 
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5. Chiptrager nach einem der vorangehenden Ansprfiche, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass die Anschlussbander (12. 13) ) mit Anschlussenden einer Spu- 
leneinheit verbunden sind. 
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6. Chipmodul mit einem Chiptrager nach einem der Anspruche 1 bis 5 
und einem Chip, der Anschlussflachen mit erhohten Kontaktmetalli. 
sierungen aufweist, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass die Kontaktmetallisierungen (15, 16) des Chips (14) mit der von 
der Tragerfolie abgewandten Oberseite (21) der Anschlussbander (12. 
13) kontaktiert sind. 

7. Chipmodul nach Anspruch 6, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass die mit den Kontaktmetallisierungen (15, 16) des Chips (14) 
kontaktierten Anschlussbander (12. 13) mit den Anschlussenden der 
Spuleneinheit verbunden sind. 

8. Verfahren zur Herstellung eines Chipmoduls nach Anspruch 6 oder 7. 
g e k e n n z e i c h n e t durch 

die Verfahrensschritte: 

- Aufbringung von zumindest zwei, elektrisch leitrahigen Anschluss- 
bandern (12. 13) auf cine Seite einer Tragerfolie (1 1), derart. dass die 
Anschlussbander zueinander parallel in einer Ebene angeordnet sind 
und sich in einer Ebenenrichtung uber die Tragerfolie erstrecken. und 

- Kontaktierung von Kontaktmetallisierungen (15, 16) des Chips (14) 
mit den Anschlussbandern. derart. dass jeweils eine Kontaktmetalli- 
sierung des Chips mit einem Anschlussband kontaktiert ist. 
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9. Verfahren zur Herstellung eines Chipmoduls nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass eine Kontaktierung der AnschlussbSnder mit einer Spuleneinheit 
erfolgt. bevor die Kontaktierung der Anschlussbander (12, 13) mit 
dam Chip (14) erfolgt. 

10. Verfahren zur Herstellung eines Chipmoduls nach Anspruch 8 oder 9, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Aufbringung der Anschlussbander (12. 13) auf die Trflgerfo- 
lie (11) kontinuierlich erfolgt. derart. dass die Anschlussbander und 
die Tragerfolie als Endlosbander bereitgestellt werden und in einem 
Kontaktbereich (38) unter Ausbildung einer Haftung kontinuierlich 
gegeneinander bewegt werden. 


11. Verfahren nach Anspruch 10, 

dadurch gekennzeichnet, 
15 dass die Tragerfolie vor Ausbildung des Kontaktbereichs (38) mit den 

Anschlussbandern (12. 13) in definierten Abstanden mit Fenster6ff. 
nungen versehen wird, derart, dass im nachfolgend ausgebildeten 
Kontaktbereich die FensterSffnungen unter Ausbildung von taschen- 
fSrmig ausgebildeten Kontaktaufnahmen (23. 24) von den Anschluss- 
20 bandern (12, 13) abgedeckt werden. 

12. Verfahren nach einem der Anspriiche 8 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Tragerfolie (1 1) auf der der zur Aufbringung der Anschluss- 
bander (12. 13) bestimmten Seite gegeniiberliegenden Seite mit zu- 
mindest einem weiteren elektrisch leitfShigen Gegenband (27) belegt 
wird. 


25 


GEAENDERTES BLATT 


DE 000001396 


Ersatzseite 14 


5 


10 


13. Verfahren nach einem der AnsprQche 8 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die AnschlussbSnder (12, 13) und/oder das zumindest eine Ge- 
genband (27) in einem Laminierungs verfahren auf die Tragerfolie 
(11) aufgebracht werden. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Haftung zwischen den Anschlussbandern (12, 13) und/oder 
dem zumindest einen Gegenband (27) und der Tragerfolie (11) uber 
einen Hot-Melt- Auftrag erzeugt wird. 
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